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内容概要

　　 再流焊接作为SMT流程中的一个关键性工序，对电子产品组装质量的影响是举足轻重的。
　　本书在深入分析驱动再流焊接技术不断发展和完善的动力基础上，全面、系统地介绍了再流焊接
设备的构成特点及未来的发展走向，同时也探讨了其应用工艺技术的研究方向和内容、再流焊接质量
控制方法和要求，对应用中可能岀现的各种缺陷的形成机理和抑制对策也做了全面的介绍。
　　撰写本书的目的，是为从事再流焊接设备的设计工程师们提供一本如何最大限度地满足用户要求
的参考性读物，为从事再流焊接工艺应用的工程师们提供一本工艺实践指南。
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章节摘录

　　第1章　再流焊接技术概论　　1.1　定义和特征　　1.1.1　定义　　再流焊接是通过加热将覆有
焊膏区域内的球形粉粒状钎料熔化、聚集，并利用表面吸附作用和毛细作用将其填充到焊缝中而实现
冶金连接的工艺过程。
　　随着PCB安装方法由传统的穿孔插入安装（THT）方式迅速向表面安装（SMT）方式转变，再流
焊接法也正迅速发展成为现代电子设备自动化软钎接（以下均简称焊接）的主流技术之一。
　　1.1.2　特征　　（1）主要工艺流特征　　再流焊接法的主要工艺特征是：先将膏状钎料印涂
在PCB基板的焊盘区域，再将SMC/SMD搭载在膏状钎料上，并靠膏状钎料的黏性将其定位和固定。
再加热使膏状钎料熔化，依靠重熔钎料自身的润湿力和表面张力将SMC/SMD的电极与焊盘熔合在一
起，从而完成焊点的连接过程。
其主要工艺流程。
　　（2）再流焊接的物理过程　　当将焊膏置于一个加热的环境中时，焊膏再流分为5个阶段。
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